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Product used  使用する装置

AP-J-0036A4-2025032601

FPCのクリップ合金 音波接合

接合前 接合後

■銅回路 厚さ：約50μm
■ハンダメッキ 厚さ：10μm

接合部断面

接合部断面拡大×1750

ハンダメッキ接合部
厚さ：約 6.5μm

15MZs

Bonding ボンディング


